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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtaglich missen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter fihren oder sich technischen
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlassliche Informationen, direkt einsetzbare
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Daflr steht seit mehr als 25 Jahren die
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio standig weiter,
basierend auf lhren speziellen Bedurfnissen.

Uberzeugen Sie sich selbst von der Aktualitdt und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nahere Informationen winschen oder gleich tber die Homepage bestellen
mdchten, klicken Sie einfach auf den Button ,In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfaltigung (auch auszugsweise) oder Veranderung
bedurfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.



Den Schaden vor Ort priifen

Schimmelpilzsporen sind sowohl in der Innenraum- als auch in
der AuBenluft enthalten. Im AuBenbereich schwankt die Konzen-
tration witterungsbedingt jedoch sehr stark. Sie schweben in der
Luft und werden durch Wind transportiert und kénnen so in den
Innenbereich gelangen. Gleichzeitig kénnen sie auf bestimmten
Nahrboden auch direkt in Innenrdumen entstehen.

Die Schimmelbildung ist ein sich stetig wiederholender Zyklus:

Die durch die Luft verteilten Sporen (als Verbreitungseinheiten
der Pilze) siedeln sich auf den Oberflachen der Bauteile an, wobei
sie bereits Stoffwechselprodukte an die Luft abgeben. An die-
sen Stellen wachsen die einzelnen Zellfaden (Hyphen), die das
Geflecht (Myzel) auf den Oberflachen bilden. Dadurch entstehen
erneut Sporen, die sich wiederum durch die Luft bewegen und an
neuen Stellen mit den entsprechenden Wachstumsbedingungen
niederlassen.

Wichtigste Voraussetzung fur das Wachstum von Schimmel ist
Feuchtigkeit, die sowohl aus der Raumluft als auch aus den Bau-
stoffen, in der Fachliteratur als Substrat bezeichnet, aufgenom-
men werden kénnen. Auch wenn die Temperatur — der Bereich
liegt zwischen ca. 0 °C und 50 °C — ebenso wie der ph-Wert
(optimaler Bereich 4,5 bis 6,5, bei einigen Arten auch 2 bis 11) fur
das Schimmelwachstum eine untergeordnete Rolle spielt, hat die
Raumtemperatur durch den erhohten Wassergehalt bei héheren
Temperaturen Einfluss auf die Schimmelbildung.

Wassergehalt der Luft in Abhangigkeit von atur und Luftfi
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(1) Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft.
(Bild: © Ingrid Kaiser)

In diesem Zusammenhang wird hdufig auch von der Wasseraktivi-
tét a,, gesprochen, die sich aus dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft
in unmittelbarer Umgebung des betreffenden Materials ergibt. Es
handelt sich hierbei um freies Wasser, das heift nicht chemisch
gebundene Flussigkeit, die von den Schimmelsporen optimal ge-

der bauschaden

nutzt werden kann. Der a,-Wert (ohne Dimension) wird aus der
Luftfeuchtigkeit [%] / 100 % ermittelt. Liegt er langere Zeit (meh-
rere Tage) Uber 0,8, sind die Voraussetzungen fur das Schimmel-
wachstum duBerst glnstig. Bereits vor Entstehung von Tauwasser
kénnen also Schimmelpilze wachsen.

Als Nahrboden eignen sich vorrangig organische Stoffe (Kohle-
hydrate wie z. B. Zellulose und EiweiBverbindungen) wie Tape-
te, Kleister, Holz, Dispersionsfarben, Textilien, Leder, Papier und
einige Kunststoffe. Sie werden nach Sedlbauer [1] wie folgt
eingeteilt:

e Substratgruppe 0: optimaler Nahrboden (Vollmedien)

e Substratgruppe I: gut verwertbare Stoffe wie Tapeten, Gips-
karton, gut abbaubare Rohstoffe, Materialien fir dauerelas-
tische Fugen

e Substratgruppe Il: kaum verwertbare Stoffe wie mineralische
Baustoffe mit porigem Geflige (Putze, Dammstoffe)

Fir die Schimmelentstehung ist zunachst die oberste Bauteil-
schicht mit den entsprechenden Bedingungen mafBgeblich, im
weiteren Verlauf dringt der Schimmel durch Zerstérung der ein-
zelnen Stoffebenen in die tieferen Schichten ein.

Exemplarisch gelten folgende Grenzen des Feuchtigkeitsgehalts
der unterschiedlichen Materialien:

Holz In beheizten 6-12 DIN
Raumen 1052-1

Mauerziegel 0,2-1,0

Kalksandsteine ¢ % relative 0.6—9.0

Normalbeton Luftfeuchte, 1,2-1,6 DIN

Holz 20 °C Tempe- 35-11 4108-4

. ratur
Organische 2,0-17
Dammstoffe

(2) Feuchtegehalt von Baustoffen (Tabelle: © Ingrid Kaiser analog
DIN-Angaben)
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(3) Je héher Feuchte und Temperatur und je glnstiger der
Né&hrboden, desto besser sind die Bedingungen fir Schimmel.
(Bild: © Ingrid Kaiser)

Die Raumtemperatur wie auch die Wandtemperatur in diesen
Raumen, insbesondere in Kellerrdumen, ist im Sommer meist rela-
tiv niedrig. Aufgrund der hoheren AuBentemperaturen wird dann
haufig geltftet, in der Annahme, die Warme trockne die Rdume
aus. Das Gegenteil ist der Fall, da warme Luft wesentlich mehr
Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte (siehe Bild 1). Trifft nun die
warme Luft mit hohem Feuchtigkeitsgehalt auf kalte Wand-, De-
cken- und Bodenflachen, kahlt sie sich ab und der Wasserdampf
wandelt sich in Tauwasser um. Wie in Bild 4 dargestellt, bildet
sich Tauwasser bereits bei einem Temperaturunterschied von bei-
spielsweise 6 K (AuBentemperatur 20 °C, Oberflachentemperatur
14 °C) und einer relativen Luftfeuchte von 70 %.
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(4) Tauwasserbildung in Abhdngigkeit von Temperaturdifferenz
und Luftfeuchtigkeit (Bild: © Ingrid Kaiser)
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(5) Tauwasserbildung durch einstrémende Warmluft in kihle
Keller (Bild: © Ingrid Kaiser)

Hinweis

Unbeheizte Raume sollten nur dann geltftet werden, wenn
die einstromende AuBenluft mit einer in Deutschland im Som-
mer durchschnittlichen relativen Luftfeuchte von ca. 80 %
nicht mehr als ca. 5 K warmer ist als die Bauteiloberflachen
der zu beltftenden Raume. Feuchtere AuBenluft mit entspre-
chend niedrigeren Temperaturen in den Nachtstunden ist we-
sentlich wirksamer.

Kellerrdume sind dartber hinaus durch die hier meist unterge-
brachten haustechnischen Anlagen wesentlich gefdhrdeter hin-
sichtlich Leckagen. Gleichzeitig kann Feuchtigkeit aus dem Erd-
reich aufgrund von Niederschlagen (Spritzwasser) durch mangeln-
de oder fehlerhafte Abdichtungen eindringen. Weiterhin besteht
die Gefahr, dass durch Kapillarwirkung die Feuchtigkeit in den
Kellerwanden nach oben zieht.

Haufig kommen gerade in Kellerrdumen mehrere der genannten
Faktoren gleichzeitig zum Tragen, die zu einer massiven Durch-
feuchtung der Bauteile fihren. Verschmutzungen durch mangeln-
de Hygiene bieten dem Schimmel zusatzlichen Nahrboden, sodass
er sich auch auf ansonsten unempfindlichen, glatten Oberflachen
bilden kann.
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(6) Umfangreiche Feuchte- und Schimmelschadden in einem Keller-
raum (Bild: © Ingrid Kaiser)
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Bestellmoglichkeiten
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Schimmelpilzsanierung

der bauschaden Spezial

Fir weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft lhnen unser Kundenservice
gerne weiter:

Kundenservice

@ Telefon: 08233/ 381-123
>< E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellméglichkeiten zu diesem Produkt in
unserem Online-Shop:

Internet
@ http://www.forum-verlag.com/details/index/id/6199

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostra3e 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com
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